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本土产业

重点：①大基金二期首个投资项目完成签署，45亿到账紫光展锐。
②打造“科技+资本”模式，上交所长三角资本市场服务(新微)工作站揭牌。
③鲲游光电晶圆级光学芯片项目落户临港。
④阿里推出2000亿投资规划，加码芯片等技术研发。



【大基金二期首个投资项目完成签署】

4月28日，国家集成电路产业投资基金二期首个投资项目紫光展锐项目已经完成签署。国家大
基金二期和上海国盛集团分别向紫光展锐投资22.5亿元，共计45亿元，日前已完成签署，资金
已经到账。

【集创北方入资北京集成电路制造二期基金】

4月22日，集创北方入资北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金签约仪式举行。北京
制造子基金成立于2014年9月，基金一期通过投资中芯北方、Silex等项目，实现了北京在集成
电路高端工艺制造领域的重点布局。制造子基金二期于2018年6月正式启动。

【上交所长三角资本市场服务工作站揭牌】

4月20日，上海证券交易所长三角资本市场服务（新微）工作站在中科院上海微系统所、上海
新微科技集团揭牌。工作站依托中科院和上交所，着力打造集成电路行业硬科技企业的上市孵
化培育体系，参与了上海市科技创业中心“科创企业上市培育库”的共建任务，为硬科技企业
提供管理咨询、IPO培育辅导、资本运作等一站式服务，加快科技成果转移转化，搭建科技与资
本的纽带，为科创板和主板市场梳理、筛选、培育更多优质的种子企业。



【鲲游光电晶圆级光学芯片项目落户临港】

4月21日，上海鲲游科技有限公司签约入驻上海临港产业区。鲲游科技拟在临港产业区建设“鲲
游光电晶圆级光学芯片研发生产综合基地”，打造“鲲游光电晶圆级光学芯片研发生产综合基
地”，搭建国际一流的晶圆级光学研发生产中心，助力临港新片区集成电路产业实现新的升级。

【增资35亿元扩产能，联电与厦门联芯完成签约】

4月29日，在福建省厦门市重大招商项目集中"云签约"活动上，联电对联芯的增资项目完成签
约。签约完成后，联芯（厦门）母公司台湾联电将向联芯（厦门）公司增资35亿元，主要用于
采购生产设备及开展22纳米、28纳米高压制程工艺研发等，进一步加速联芯公司扩充产能，提
升市场份额。预计增资资金采购的设备全部投入生产后，将可新增年产值20亿元。

【成都锐成芯微与盛芯微合并】

4月28日，国内IP供应商成都锐成芯微科技股份有限公司（Actt）宣布完成对成都盛芯微科技
有限公司（SYDTEK）的收购，成都盛芯微即日起正式并入成都锐成芯微。



【阿里推出2000亿投资规划，加码芯片等技术研发】

阿里云宣布，未来3年公司将再投2000亿元，用于芯片、云操作系统、服务器、网络等重大核
心技术研发和数据中心建设。

【扬杰功率半导体芯片封装测试项目开工】

4月28日，扬州扬杰电子科技股份有限公司8英寸晶圆和集成电路封测项目主体工程正式开工建
设。项目总投资30亿元，主要从事功率半导体晶圆、集成电路封装测试的研发、生产和销售。
其中，一期项目计划投入资金13.8亿元，主要建设智慧终端用超薄微功率半导体芯片封装测试
及配套设施，二期项目计划投入资金16.2亿元，主要建设大尺寸功率半导体晶圆产线。

【长沙比亚迪半导体八英寸晶圆生产线项目开工】

4月28日，湖南重大项目集中开工长沙会场80个项目集中开工。其中，计划总投资10亿的长沙比
亚迪半导体八英寸晶圆生产线项目在列。项目计划总投资10亿元，主要从事半导体和集成电路
生产、设计、测试、技术开发，是长沙经开区推动集成电路产业发展的重要战略布局。



市场数据

重点：①全球芯片出货量恐首度出现连续两年衰退。
②IC Insights下修今年存储市场预期。
③海思首次登顶中国智能手机处理器市场。
④北美半导体设备3月销售额22.1亿美元，同比增长20.1%。



【全球芯片出货量恐首度出现连续两年衰退】

IC Insights发布最新报告指出，预计2020年全球芯片出货量将下降3%，这意味着继去年衰退
6%后，芯片出货量在今年将再度陷入下滑的窘境。
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【IC Insights下修今年存储市场预期】

IC Insights发布报告，再次下修对今年存储市场的预期，至与去年持平。在最乐观时，这家机
构预测今年整个存储市场将强劲增长14%，但受新冠肺炎疫情影响，目前预估2020年整个存储市
场将与2019年持平，约1104亿美元。
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【前3月中国集成电路行业市场：出口逆势增长】

海关数据显示，2020年1-3月中国集成电路出口量达到532.2亿个，累计增长15.4%；出口金额
达到1667.8亿元，累计增长11.9%。
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【海思首次登顶中国智能手机处理器市场】

海思成为了中国市场唯一一家在第一季度出货量未同比下滑的主要品牌，出货量2,221万片，
与2019年第一季度的2,217万片基本同比持平，因此在斩获了43.9%的市场份额同时，也首次超
过高通，正式成为中国市场出货量最大的手机处理器品牌。高通、联发科、苹果分列二、三、
四位。
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【2020全球晶圆代工产值或现个位数成长】

根据集邦咨询旗下拓墣产业研究院最新
调查，受新冠肺炎疫情影响，若导致供
应链断裂将增加半导体业者的营运难度，
而商业活动及社会活动力的下降将引发
旺季效应递延或弱化的可能，使得2020
年全球晶圆代工产值的成长幅度将面临
修正。有别于在疫情爆发前业者提出的
双位数成长预估，考量疫情受控时程递
延及需求复苏不明朗，2020年全球晶圆
代工市场产值可能下修至5%~9%的个位数
成长，中位数目前预估为6.8%。
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【北美半导体设备3月销售额22.1亿美元，同比增长20.1%】

据SEMI发布的最新报告显示，北美半导体设备制造商3月的全球销售额为22.1亿美元，较上个
月下降6.8%，与去年同期相比增长20.1%。
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【小米销量同比增9%表现最好，华为海外出货暴跌35%】

Canalys发布报告称，新冠病毒疫
情对2020年第一季度的全球智能手
机市场造成了严重影响，出货量同
比下降13%，至2.72亿部。第一季
度三星重新成为市场第一，但出货
量同比下滑17%，至6000万部。华为
的出货量为4900万部，同比下降17%。
该公司正继续从海外市场向中国市
场转移。苹果排名第三，出货量同
比下滑8%，至3700万部。前五名中
表现最好的是小米，排名第四，销
量同比增长9%，达到3000万部。
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【一季度通信业营业收入3778亿元 同比下滑2.3%】

据工信部网站消息，今年一季度，电信业务收入累计完成3383亿元，同比增长1.8%，增速同比
提高0.8个百分点，较上年末增幅提高1个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量完成
3444亿元，同比增长17.7%。
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【平板显示器市场将在2020年下降11.1％】

据Omdia称，由于新冠疫情削弱了电视和智能手机的需求，预计2020年全球平板显示器（FPD）
的单元出货量将下降11.1％。
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财报信息

重点：①部分半导体公司因受季节和疫情影响，净利润同比有所下滑。



领域 公司 季度
营收

(美元)
净利润
(美元)

同比 原因说明

IDM 英特尔 Q1 198亿 57亿 营收同比增23%；净利润同比增42% 全球第一季度的“在家订购”订单推动了对英特尔芯片的更高需求。

IDM 三星 Q1 452.97亿 40亿 营收同比增5.6%；净利润同比降3.5%
内存、逻辑芯片需求带动，半导体业务逆势增长22%；季节和疫情影响需求，
移动设备、消费电子（家电）需求大幅下降。

IDM 德州仪器 Q1 33.3亿 11.7亿 营收同比降4%；净利润同比降7%
已经准备好应对新冠肺炎大流行而导致的库存增加带来的影响，但同时也将面
临市场需求不确定性。

IDM 闻泰科技 Q1 1.14亿 0.24亿
营收同比增76.51%；净利润同比增
323.24%

主要是本季度消费类、物联网市场同期对比需求增加。

IC设计 上海贝岭 Q1 0.28亿 0.05亿
营收同比增5.19%；净利润同比降
61.25% 

主要系上期处置金融资产及金融资产公允价值变动增加利润所致。

IC设计 联发科 Q1 20.4亿 1.95亿
营收同比增15.4%；净利润同比增
69.9%

是由于智能手机芯片市占率增加。

IC设计 高通量 Q2 52亿 4.68 营收同比增5%；净利润同比降29% 受疫情影响。

IC装备 北方华创 2019年 5.74亿 0.44亿
营收同比增22.10%；净利润同比增
32.24%

公司12寸高端半导体设备相继进入量产阶段，8寸设备频频获得客户重复采购
订单。

IC封测 日月光 Q1 32.7亿 1.3亿 营收同比增9.6%；净利润同比增91% 日月光投控首季获利是成立以来同期单季新高。

IC材料 江丰电子 2019年 1.17亿 0.09亿
营收同比增26.98%；净利润同比增
9.14%

营收增长主要是钽靶、铝靶、钛靶等销售持续增长。

IC材料 南大光电 2019年 0.45亿 0.078亿
营收同比增40.85%；净利润同比增
7.36%

销售量增长是公司非同一控制下企业合并增加子公司导致销售量上升、MO源
及特气产品销售量大幅提升所致。

ICT 华为 Q1 258亿 营收同比增1.4%
目前新冠肺炎疫情在海外还未消退，一些配套的部件、以及有些国家的发货通
关受影响，这对于华为公司的业务或多或少会造成一定影响。

通讯、半导
体

闻泰科技 2019年 58.7亿 1.77亿
营收同比增139.85%；净利润同比增
1954.37%

受益于公司通讯业务进行国际化布局优化客户结构，新建工厂扩大产能，
2019年国内国际一线品牌客户出货量强劲增长

通信 中兴通讯 Q1 30.3亿 1.1亿
营收同比降3.23%；净利润同比降
9.58%

平板显示 友达光电 Q1
营收同比增77.8%；净利润同比增
98.7%

平板显示 京东方 2019年 164亿 2.7亿
营收同比增19.51%；净利润同比降
44.15%



焦点关注

重点：①美国《2020特别301报告》公布，再次无端指责中国科技创新。



【美国《2020特别301报告》公布，再次无端指责中国科技创新】

① 美国贸易代表办公室（USTR）4月29日发布针对外国知识产权保护情况的年度报告——
“2020 特别301报告”。报告显示，中国再次被列入“优先观察名单”。

② 《2020 特别301报告》中称，中国需要避免强迫或施压技术转让，从根本上进行结构性加
强知识产权(IP)保护和执法力度，实施修订知识产权措施，向外国投资开放中国市场，并
允许市场在资源的配置中起决定性作用。

③ 该《报告》还称中国司法机关继续表现出缺乏透明度，如只公布选定的决定，而不公布所
有初步禁令和最终决定；另外，随着中国成为世界上最大的电子商务市场，网上盗版和盗
版现象普遍存在，电子商务市场上的假冒问题是美国版权所有者的重大关切。



设计制造

重点：①法液空宣布在中国台湾投资。
②华虹半导体拓展电源管理技术平台 BCD工艺“8+12”齐发力。
③芯和半导体与中芯宁波联合发布首款高频体声波滤波器产品。
④盛美半导体设备发布Ultra Furnace立式炉设备。



【法液空宣布在中国台湾投资】

4月21日，法液空宣布将投资2亿欧元分别在我国台湾的台南和新竹科学园建设工厂。鉴于与半
导体市场领先者的长期合作，这项新投资将使得法液空集团能够向正在台南科技园建设的三个
大型半导体制造厂，以及在新竹科技园的一些世界上最先进的逻辑IC芯片研发工厂提供产品。

【芯和半导体与中芯宁波联合发布首款高频体声波滤波器产品】

芯和半导体于近日宣布：基于中芯宁波自主开发的高性能体声波谐振器技术以及全套晶圆级加
工与封装工艺技术，芯和半导体的首款自主设计和开发的高频段体声波滤波器产品正式发布，
并已向本土无线终端客户送样，进入系统客户的验证和测试阶段，预计第三季度进入批量生产
和供货。

【华虹半导体拓展电源管理技术平台 BCD工艺“8+12”齐发力】

4月29日，华虹半导体有限公司宣布，其高性能90纳米BCD工艺平台在华虹无锡12英寸生产线顺
利实现产品投片。该工艺可极大提高电源效率、显著缩减芯片面积，将在数字电源、数字电机
驱动、数字音频功放等芯片领域获得广泛应用。



【盛美半导体设备发布Ultra Furnace立式炉设备】

盛美半导体设备发布了立式炉设备—首台为多种干法工艺应用开发的系统。首台立式炉设备优
化后可实现高性能的低压化学气相沉积应用，同时该设备平台还可延伸至氧化和退火，以及原
子层沉积(ALD)等应用。

【阿尔卑斯阿尔派与Acconeer合作开发下一代车载毫米波传感技术】

4月24日，阿尔卑斯阿尔派与从事雷达传感器开发的Acconeer签订“MOU”，合作开发车载用下
一代传感技术。双方将开发高功能高性价比的毫米波传感器，通过运用独有的检测算法强化在
各类用途上的应用力，争取扩大车载业务领域。



产业合作

重点：①浪潮、寒武纪签署元脑战略合作协议，将聚焦新基建智算中心等领域。
②爱立信宣布与中国移动签署新的协议，扩大5G合作。
③蓝牙芯片厂商中科蓝讯签约阿里平头哥，共研物联网芯片。
④茅台与华为达成战略合作 共建“智慧茅台”。



领域 合作公司/单位 目的

AI 浪潮、寒武纪
双方签署元脑战略合作协议。双方将整合优质的产品和技术研发资源，联手开
发国内最好、世界领先的人工智能行业解决方案，集元脑生态之力加速推进领
先的AI方案落地和智算中心建设。

AI 首尔大学、三星、SK海力士
签署协议，培养下一代半导体人才。根据协议，首尔大学将获得运营人工智能
半导体工程联合专业所需的经费及实验器材等援助。

5G 爱立信、中国移动
签署了一项新的合作协议，延长了其5G无线电接入网络(RAN)合作伙伴关系，
并负责为该电信公司在全国范围内独立推出的新无线电(NR)第二期项目提供
5G核心组件。

5G 广西自治区人民政府、华为

签署深化战略合作框架协议。双方将在“五网建设”、新基建、鲲鹏产业生态、
5G网络建设及应用发展、数字政府、数字经济、数字社会、智慧城市和人才
培养等领域继续深化合作，加快培育形成数字经济新动能，推动企业数字化转
型和推进数字广西高质量发展。

物联网芯片 中科蓝讯、平头哥半导体
双方将基于平头哥的玄铁系列处理器及AI算法共同研发物联网芯片，用于无线
蓝牙耳机、蓝牙音箱等产品。

物联网、
5G

茅台、华为
签署战略合作协议，双方将在信息化咨询规划、新基建领域、“智慧茅台”工
程领域、工业互联网平台等方面展开全面合作，充分发挥茅台在白酒领域的积
累和华为在ICT领域的技术优势，进一步推动白酒行业数字化转型发展。



产品应用

重点：①Resonant利用ISN设计平台解决5G和Wi-Fi之间的干扰问题。
②Wolfspeed 650V系列碳化硅MOSFET，满足当今高功率应用要求。
③豪威科技推出世界首款0.7微米、6400万像素图像传感器。



领域 公司/单位 产品及特性

射频芯片 Resonant
展示了最新的基于XBAR的滤波器的测量结果，这些滤波器可支持5G或WiFi高达7000 MHz

（802.11 ax）频段且带宽超过1000 MHz（相对带宽为18%）。

射频芯片
Empower RF 

Systems
推出了一款紧凑型固态GaN-on-SiC放大器，可提供10kW的峰值脉冲功率（占空比6%）。

功率芯片 Wolfspeed
推出新型15-mΩ和60-mΩ 650V碳化硅 MOSFET，采用最新C3M™碳化硅技术，为高效率和

高功率密度解决方案提供业界领先的低导通电阻和开关损耗。

测试装备 深圳瑞波光电子
开发了带自动偏振测试功能的RB-CT1004X激光器测试设备系列，该型设备集成了LIV、光谱、
远程发散角、偏振度自动测试功能，是目前市面上功能最全的半导体激光器测试设备。

传感器 Bosch Sensortec
宣布发布旗下新一代气压传感器BMP390，可为智能手机以及可穿戴和耳穿戴设备中的高度跟
踪功能提供无与伦比的精度。

传感器 豪威科技
发布了新款CMOS图像传感器：OV64B。这是业内目前仅有的一款0.7微米小像素，分辨率高
达6400万的图像传感器，首次以1/2"光学尺寸实现了6400万像素分辨率。



大国重器

重点：①中国移动联合华为首次实现5G覆盖珠峰峰顶。
②俄罗斯将于2021年启动量子互联网。
③韩国将投资1.1万亿韩元开发L4级自动驾驶技术。



【中国移动联合华为首次实现5G覆盖珠峰峰顶】

4月30日，中国移动联合华为在珠穆朗玛峰6500米前进营地成功完成全球海拔最高5G基站的建
设及开通工作，成功实现珠峰峰顶5G覆盖。同时，F5G千兆光纤网络也实现了6500米的同步开通。
由此，中国移动的双千兆网络已实现珠峰覆盖。

【韩国将投资1.1万亿韩元开发L4级自动驾驶技术】

韩联社消息，韩国政府表示将投资约1.1万亿韩元（8.96亿美元）开发“高自动化”汽车技术，
引领汽车市场的增长。根据韩国科技部的说法，这项投资要求开发L4自动驾驶汽车。

【俄罗斯将于2021年启动量子互联网】

俄媒称，俄罗斯正在积极研究打造量子互联网。圣彼得堡国立信息技术、机械与光学研究大学
与俄罗斯风险投资公司合作，将利用俄罗斯铁路公司的基础设施打造量子互联网平台。 该项目
将耗资3亿卢布（约合410万美元）。



科技前沿

重点：①中科院研发超高灵敏度的压力传感器，可用于人机交互。
②Imec发布新型脉冲神经网络的芯片，用于无人机防撞控制。
③瑞士开发出可探测空气中新冠病毒的新型生物传感器。



【中科院研发超高灵敏度的压力传感器，可用于人机交互】

中科院深圳先进技术研究所的研究人员提出了一种高性能、零待机功耗、超高灵敏度、宽线性
响应范围的柔性压力传感器。

人工躯体反射弧的概

念及应用举例（图片：

SIAT）



【Imec发布新型脉冲神经网络的芯片，用于无人机防撞控制】

Imec发布了一种新的芯片，该芯片使用了脉冲神经网络技术（SNN)，Imec声称该芯片模仿了
“生物神经元群的运作方式来识别时间模式。其功耗仅为其他芯片的百分之一，而延迟则仅为
其他芯片的十分之一。Imec的芯片被称为同类产品中的第一个，是基于SNN的新型芯片，专门处
理雷达信号（特别是用于无人机防撞）。

Imec出色的基于神经

网络的芯片。图片由

Imec提供



【瑞士开发出可探测空气中新冠病毒的新型生物传感器】

瑞士一个研究小组开发出一种能够灵敏、可靠地检测到空气中新冠病毒的生物传感器，不但可
以作为新冠病毒感染临床诊断替代方法，还可用于实时监测火车站、医院等人流密集场所空气
中是否存在新冠病毒。



人事变迁

重点：①原中芯国际CEO邱慈云出任沪硅产业总裁。



【原中芯国际CEO邱慈云出任沪硅产业总裁】

沪硅产业于4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议
案》，经董事会提名委员会审核，同意聘任邱慈云先生为公司总裁（即总经理），任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。



SIIP CHINA
【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA 】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业
资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投
资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促
进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投
资平台。
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